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1. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы

ПК-1 ПК-1.Способен к разработке технологических процессов изготовления типовых узлов и
деталей лазерной техники, лазерных оптико-электронных приборов и систем  

ПК-1.1  ПК-1.1.  Разрабатывает  технологические  процессы  изготовления  оптических,
оптико- электронных, механических блоков, узлов и деталей

                   Знать:
ПК-1.1/Зн1  ПК-1.1.  Разрабатывает  технологические  процессы  изготовления
оптических, оптико- электронных, механических блоков, узлов и деталей

ПК-1.1/Зн2  Принцип  выбора  материалов  для  изготовления  изделий
приборостроения.
ПК-1.1/Зн4  Назначение,  виды  и  свойства  композиционных,  порошковых  и
материалов

                   Уметь:
ПК-1.1/Ум1  ПК-1.1.  Разрабатывает  технологические  процессы  изготовления
оптических, оптико- электронных, механических блоков, узлов и деталей

ПК-1.1/Ум2  Определять  свойства  и  химический  состав  материалов,  пользоваться
справочной литературой и нормативными документами.
ПК-1.1/Ум3 Выбирать материалы для изготовления заготовок и деталей элементов
приборостроения.

                   Владеть:
ПК-1.1/Нв1  ПК-1.1.  Разрабатывает  технологические  процессы  изготовления
оптических, оптико- электронных, механических блоков, узлов и деталей

ПК-1.2 ПК-1.2.  Рассчитывает нормы выработки, технологические нормативы на расход
материалов,  заготовок,  инструмента,  выбирает  типовое  оборудование,  осуществляет
предварительную оценку экономической эффективности технологических процессов

                   Знать:
ПК-1.2/Зн1  Разрабатывает  технологические  процессы  изготовления  оптических,
оптико- электронных, механических блоков, узлов и деталей

                   Уметь:
ПК-1.2/Ум1  Рассчитывает  нормы  выработки,  технологические  нормативы  на
расход  материалов,  заготовок,  инструмента,  выбирает  типовое  оборудование,
осуществляет  предварительную  оценку  экономической  эффективности
технологических процессов

                   Владеть:
ПК-1.2/Нв1  Навыками  применения  материалов  для  изготовления  изделий
приборостроения в условиях конкретного производства

ПК-1.3 ПК-1.3. Разрабатывает и вносит предложения по корректировке конструкторской
и технологической документации с учетом результатов контроля качества изделия

                   Знать:
ПК-1.3/Зн1  Разрабатывает  технологические  процессы  изготовления  оптических,
оптико- электронных, механических блоков, узлов и деталей

                   Уметь:



ПК-1.3/Ум1  Рассчитывает  нормы  выработки,  технологические  нормативы  на
расход  материалов,  заготовок,  инструмента,  выбирает  типовое  оборудование,
осуществляет  предварительную  оценку  экономической  эффективности
технологических процессов

                   Владеть:
ПК-1.3/Нв1  Разрабатывает  и  вносит  предложения  по  корректировке
конструкторской и технологической документации с  учетом результатов контроля
качества изделия

ПК-2 ПК-2 Способен к разработке технологических процессов сборки и юстировки типовых
систем, приборов, узлов и деталей лазерной техники, лазерных оптико-электронных приборов
и систем

ПК-2.1 ПК-2.1.  Анализирует состояние технологий изготовления,  сборки,  юстировки и
контроля современных лазерных оптико-электронных приборов и комплексов

                   Знать:
ПК-2.1/Зн1 Анализирует состояние технологий изготовления, сборки, юстировки и
контроля современных лазерных оптико-электронных приборов и комплексов

                   Уметь:
ПК-2.1/Ум1  Составляет  технологические  карты  сборки,  юстировки  и  контроля
оптических, оптико-электронных, механических блоков, узлов и деталей

                   Владеть:
ПК-2.1/Нв1  Разрабатывает  и  вносит  предложения  по  корректировке
конструкторской и технологической документации с  учетом результатов контроля
качества изделия

ПК-2.2  ПК-2.2.  Составляет  технологические  карты  сборки,  юстировки  и  контроля
оптических, оптико-электронных, механических блоков, узлов и деталей

                   Знать:
ПК-2.2/Зн1 Анализирует состояние технологий изготовления, сборки, юстировки и
контроля современных лазерных оптико-электронных приборов и комплексов

                   Уметь:
ПК-2.2/Ум1  Составляет  технологические  карты  сборки,  юстировки  и  контроля
оптических, оптико-электронных, механических блоков, узлов и деталей

                   Владеть:
ПК-2.2/Нв1  Разрабатывает  и  вносит  предложения  по  корректировке
конструкторской и технологической документации с  учетом результатов контроля
качества изделия

            2. Показатели и критерии оценивания компетенций

Планируемые 
результаты освоения 
программы

Уровень 
овладения

Критерии оценивания (перечень сформированных 
ИДК/ЗУВ по уровням освоения)

            3. Шкала оценивания



Оценка Критерии оценивания (перечень сформированных ИДК/ЗУВ)

Неудовле-
творительно

Результаты обучения не сформированы на достаточном уровне

Оценка Критерии оценивания (перечень сформированных ИДК/ЗУВ)

Не зачтено Результаты обучения не сформированы на достаточном уровне

4. Контрольные мероприятия по дисциплине
Вид контроля Форма контроля/Оценочное средство

Текущий контроль
Промежуточная 
аттестация

Зачет
Курсовая работа
Экзамен

№ 
п/п Наименование раздела Контролируем

ые ИДК

Вид контроля/ используемые 
оценочные материалы 

Текущий Промежут. 
аттестация 

1 Введение. Задачи и содержание 
курса, его связь с другими 
дисциплинами.

ПК-1.1 ПК-1.2 
ПК-1.3 ПК-2.1 
ПК-2.2 

Зачет
Курсовая 
работа
Экзамен

2 Введение. Задачи и содержание 
курса, его связь с другими 
дисциплинами.

ПК-1.1 ПК-1.2 
ПК-1.3 ПК-2.1 
ПК-2.2 

Зачет
Курсовая 
работа
Экзамен

3 Производство заготовок в 
оптическом приборостроении.

ПК-1.1 ПК-1.2 
ПК-1.3 ПК-2.1 
ПК-2.2 

Зачет
Курсовая 
работа
Экзамен

4 Обработка на металлорежущих 
станках.

ПК-1.1 ПК-1.2 
ПК-1.3 ПК-2.1 
ПК-2.2 

Зачет
Курсовая 
работа
Экзамен

5 Обработка на отделочных 
станках.

ПК-1.1 ПК-1.2 
ПК-1.3 ПК-2.1 
ПК-2.2 

Зачет
Курсовая 
работа
Экзамен

6 Электрофизические, 
электрохимические и лучевые 
методы размерной обработки.

ПК-1.1 ПК-1.2 
ПК-1.3 ПК-2.1 
ПК-2.2 

Зачет
Курсовая 
работа
Экзамен

7 Основы проектирования 
технологических процессов.

ПК-1.1 ПК-1.2 
ПК-1.3 ПК-2.1 
ПК-2.2 

Зачет
Курсовая 
работа
Экзамен

8 Припуски под механическую 
обработку.

ПК-1.1 ПК-1.2 
ПК-1.3 ПК-2.1 
ПК-2.2 

Зачет
Курсовая 
работа
Экзамен



9 Базы и базирование. ПК-1.1 ПК-1.2 
ПК-1.3 ПК-2.1 
ПК-2.2 

Зачет
Курсовая 
работа
Экзамен

10 Понятие о точности и качестве 
обработки деталей.

ПК-1.1 ПК-1.2 
ПК-1.3 ПК-2.1 
ПК-2.2 

Зачет
Курсовая 
работа
Экзамен

11 Методы оценки точности 
технологических процессов.

ПК-1.1 ПК-1.2 
ПК-1.3 ПК-2.1 
ПК-2.2 

Зачет
Курсовая 
работа
Экзамен

12 Основы технического 
нормирования.

ПК-1.1 ПК-1.2 
ПК-1.3 ПК-2.1 
ПК-2.2 

Зачет
Курсовая 
работа
Экзамен

13 Технологическая оснастка. ПК-1.1 ПК-1.2 
ПК-1.3 ПК-2.1 
ПК-2.2 

Зачет
Курсовая 
работа
Экзамен

14 Основы проектирования 
приспособлений.

ПК-1.1 ПК-1.2 
ПК-1.3 ПК-2.1 
ПК-2.2 

Зачет
Курсовая 
работа
Экзамен

15 Технологические процессы 
изготовления типовых деталей.

ПК-1.1 ПК-1.2 
ПК-1.3 ПК-2.1 
ПК-2.2 

Зачет
Курсовая 
работа
Экзамен

16 Технологические процессы 
изготовления специальных 
деталей.

ПК-1.1 ПК-1.2 
ПК-1.3 ПК-2.1 
ПК-2.2 

Зачет
Курсовая 
работа
Экзамен

17 Покрытия в приборостроении. ПК-1.1 ПК-1.2 
ПК-1.3 ПК-2.1 
ПК-2.2 

Зачет
Курсовая 
работа
Экзамен

5. Порядок проведения промежуточной аттестации
Порядок  проведения  промежуточной  аттестации  регламентируется  локальными

нормативными актами Университета:
-  Положением  о  формах,  периодичности,  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  образовательным  программам
высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам
магистратуры  в  федеральном  государственном  бюджетном  образовательном  учреждении
высшего  образования  «Московский  государственный  университет  геодезии  и  картографии»,
п.6 «Организация и проведение промежуточной аттестации».
-  Положением  о  порядке  осуществления  образовательного  процесса,  проведения  текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  с  применением
электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  в  федеральном
государственном  бюджетном  образовательном  учреждении  высшего  образования
«Московский  государственный  университет  геодезии  и  картографии»,  п.8  «Проведение
промежуточной аттестации с применением ЭО и ДОТ».



Промежуточная аттестация: Зачет, 5 семестр.

Промежуточная аттестация: Курсовая работа, 6 семестр.

Промежуточная аттестация: Экзамен, 6 семестр.

6. Оценочные материалы текущего контроля  

7. Оценочные материалы промежуточной аттестации

5 семестр, Зачет
Контролируемые ИДК: ПК-1.1 ПК-2.1 ПК-1.2 ПК-2.2 ПК-1.3 
Вопросы/Задания:

1.  Какая  погрешность  обработки  деталей  может  появиться  при  нарушении  правила
совмещения  баз,  т.е.  выбранная  при  разработке  техпроцесса  технологическая  база  не  будет
совпадать с конструкторской базой?

2.  Отработка  конструкции  изделия  на  технологичность  на  этапе  подготовки
производства позволяет?
1. уменьшить себестоимость его изготовления
2. увеличить его материалоемкость
3. увеличить его массу и габаритные размеры
4. увеличить время его обработки

3.  При  выборе  оптимального  варианта  технологического  процесса  изготовления
изделия оптико-электронного прибора по производительности процесса учитывают:
1. денежные затраты
2. энергозатраты
3. затраты времени
4. затраты материалов

4.  При  выборе  оптимального  варианта  технологического  процесса  изготовления
изделия оптико-электронного прибора по производительности процесса учитывают….?
1. Денежные затраты
2. Энергозатраты
3. Затраты времени
4. Затраты материалов

5. Что может появиться в местах утолщения конструкции отливки, получаемой литьем
под давлением, при нарушении ее равнотолщинности?

6 семестр, Экзамен
Контролируемые ИДК: ПК-1.1 ПК-2.1 ПК-1.2 ПК-2.2 ПК-1.3 
Вопросы/Задания:



            1. 1. Какие типы производства различают в приборостроении и их характеристика.
2. Виды технологических процессов
3. Основные цели и задачи технологической подготовки производства.
4. Виды оценки технологичности конструкции изделий.
5. Основные этапы разработки техпроцесса.
6. Типизация технологических процессов.
7. Групповой техпроцесс.
8. Методы определения припуска на механическую обработку.
9. Базы и правила базирования
10. Методы обеспечения точности обработки деталей.
11. Производственные погрешности, возникающие при механической обработке.
12. Методы оценки точности техпроцессов.
13. Факторы, влияющие на качество обрабатываемой поверхности.
14. Что называется нормой времени?
15. Выбор оптимального варианта техпроцесса изготовления детали.
16. Какие способы получения заготовок позволяют снизить объем обработки резанием?
17. Основные методы обработки заготовок в приборостроении.

6 семестр, Курсовая работа
Контролируемые ИДК: ПК-1.1 ПК-2.1 ПК-1.2 ПК-2.2 ПК-1.3 
Вопросы/Задания:

1. Что может появиться в местах утолщения конструкции отливки, получаемой литьем
под давлением, при нарушении ее равнотолщинности?

2.  При  выборе  оптимального  варианта  технологического  процесса  изготовления
изделия оптико-электронного прибора по производительности процесса учитывают


		2026-03-06T12:34:52+0300




